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摘要(译)

公开了一种集成电路阵列，尤其是用于诸如超声成像系统的二维传感器
阵列。所述集成电路阵列(10)包括：多个集成电路元件(12)，其每一个被
形成在基板(14)中，其中，所述基板彼此分离。所述阵列包括柔性和/或
可伸展连接层(22)，其被连接到所述集成电路元件用于将所述集成电路元
件彼此柔性连接。所述阵列还包括多个电互连(18)，用于将所述集成电路
元件彼此电连接，其中，所述电互连与所述集成电路元件的集成互连整
体地形成为金属线。
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